FICHA TECNICA RESUMEN

THERMOCHIP THERMOCHIP® PANEL TH_10/XPS

FORMATO: 2,40 X 0,55 m. MH

PANEL THERMOCHIP

TH/10-40_XPS 40mm 50,00 1,29 0,78 7,28 9,61 444,00 107,00
TH/10-50_XPS 50mm 60,00 1,59 0,63 7,60 10,03 467,00 112,00
TH/10-60_XPS 60mm 70,00 1,79 0,56 7,92 10,45 485,00 117,00
TH/10-80_XPS 80mm 90,00 2,36 0,42 8,56 11,30 506,00 122,00
TH/10-100_XPS 100mm 110,00 2,78 0,36 9,20 12,14 532,00 128,00
TH/10-120_XPS 120mm 130,00 3,51 0,29 9,84 12,99 557,00 134,00
TH/10-140_XPS 140mm 150,00 4,08 0,25 10,48 13,83 593,00 142,00
TH/10-160_XPS 160mm 170,00 4,65 0,22 11,12 14,68 >593,00 >142,00
TH/10-200_XPS 200mm 210,00 5,48 0,18 12,40 16,37 >593,00 >142,00

*Resistencia mecanica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Espesor e (mm) 10
Conductividad térmica AD (W/(m-K)) 0,13
Densidad D (kg/m3) 600
Difusion al vapor de agua [ 20
Calor especifico Ce [J/(kg-K)] 1700

Espesor e (mm) 40 50 60 80 100 120 140 160 200
Conductividad térmica AD (W/(m-K)) 0,033 0,033 0,035 0,035 0,037 0,035 0,035 0,035 0,037
Densidad D (kg/m3) 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Difusion al vapor de agua " 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Calor especifico Ce [J/(kg-K)] 1.450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Servicio de Atencién Técnica: e-mail: sat@thermochip.com; tif: 900 351 713 www.thermochip.com



